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Техническое задание 
на проектирование ЕАШВ.468.266.001
Заказчик передает Исполнителю:

1. Схему электрическую принципиальную ЕАШВ.468.266.001 Э3 в пакете программ PCAD4.5

2. Перечень элементов ЕАШВ.468.266.001 ПЭ3.

3. PDF-файлы компонентов согласно  ЕАШВ.468.266.001 ПЭ3.

4. Техническое задание на разработку платы печатного монтажа (далее ППМ).

Исполнитель передает Заказчику:

1. Утвержденный комплект документации на ЕАШВ.468.266.001 (ВП, откорректированные Э3, ПЭ3,  сборочные чертежи, спецификацию  и т.д.)

2. Комплект КД в электронном виде (в формате AutoCad).

Требование к исполнению ППМ ЕАШВ.468.266.001:

3. ППМ  конструктивно должна быть выполнена в формате 100x160 мм (для установки в кассету 3U). 

4. Разработать плату печатного монтажа в соответствии с прилагаемым ТЗ и техническими условиями на покупные изделия.

5.  На  плату ППМ выпустить чертежи:

5.1. Схема электрическая расположения ЕАШВ.468.266.001 Э7.

5.2. Чертежи топологии всех слоев ППМ.

6. Выпустить чертежи на ЕАШВ.468.266.001.

6.1. Сборочный чертеж.

6.2. Спецификация.

7. Выпустить перечень фирм-поставщиков всех элементов устройства с указанием позиций. 

8. Перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных этапах разработки.

8.1. Техническое задание на разработку.

8.2. Комплект КД на ППМ (в электронном и бумажном виде).

8.3. Сборочный чертеж ЕАШВ.468.266.001.

Задание на проектирование печатной  платы ЕАШВ.468.266.001: 

1. ППМ должна быть выполнена согласно прилагаемой принципиальной схеме  и перечню элементов.

2. В процессе выполнения конструкторской разработки печатной платы возможна корректировка технического задания по согласованию с разработчиком принципиальной схемы.

3. Количество слоев печатной платы – 2.

4. Габариты печатной платы 100 х 160 мм.

5. Рабочее напряжение цепей, связанных с выходами транзисторов VT1-VT12   - 250В.

6. Рабочее напряжение всех остальных цепей -  до 30В.

7. Рабочий ток всех цепей  -  до 500 мА.

8. Разводку используемых элементов осуществить согласно ТУ на них (PDF – файлы).

9. Максимально задействовать свободное пространство под земляной полигон (75%) и полигон питания (25%).

10. Количество переходных отверстий должно быть минимальным.

11. Конструктор разводит монтаж контактов разъема Х1, исходя из удобства разводки.

12. Предохранители установить в доступном для замены месте.

13. Запрещается прокладывать сигнальные цепи (идущие на DD1) вблизи источников высокочастотных сигналов – кварцевых резонаторов, импульсных стабилизаторов и их соединительных проводов и пр.

14. Минимальная ширина проводников – 0,25 мм, где это возможно ширина проводника должна быть увеличена до 0,5 – 1 мм.

15. По возможности разместить земляные полигоны под микросхемой DD1 и кварцевым генератором ZQ1. 

16. Расстояние между кварцевым  генератором ZQ1 и микросхемой DD1 сделать минимально возможным.

17. Между Gnd и +15 В драйверов DA1…DA12, Gnd и +5 В микросхемы DD1 установить в непосредственной близости конденсаторы по питанию.

18. Минимизировать длину всех проводников.

19. Ширина шин питания не менее 2 мм.

20. Обеспечить электрическую развязку по гальванически развязанным цепям 1500 В (действующее значение), 50Hz. (Цепи управления DA1…DA12).

21. При разводке DA1…DA12 руководствоваться указаниями (Appnote 73, стр.5,6  Infineon Technologies):


22. При разводке транзисторов VT1-VT12 выполнить связи от разъема Х1 до выходов транзисторов кратчайшим путем и проводниками максимальной ширины. Для повышения устойчивости к внешним помехам необходимо подвод к выводам 3 транзисторов VT1-VT12 выполнить по одной стороне платы, а к  выводам 2 – по другой.

23. На печатной плате со стороны монтажа доступным способом должны быть нанесены позиционные обозначения элементов, маркировка  ключей   элементов,  полярность электролитических  конденсаторов и диодов.

24. Все элементы схемы разместить на печатной плате, исключая их взаимное электрическое и тепловое влияние друг на друга.

25. Разъем Х2 расположить в удобном для подключения кабеля месте.

26. Печатную  плату выполнить по  4 классу.

27. После предварительной разводки платы согласовать разводку с разработчиком.
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